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Ante las noticias aparecidas en prensa a lo largo de los últimos días, Indo 
Internacional S.A. desea realizar las siguientes precisiones: 
 

1. No es política de la Compañía entregar previsiones financieras a corto 
plazo, ni hacer públicos sus planes de negocio. 

 
2. La Compañía, según comunicado en HR105705, ha llevado a cabo un 

ERE en el mercado español y ha reestructurado su actividad en 
diversas filiales internacionales, con el objetivo de adaptar su 
estructura a la coyuntura económica actual, reduciendo su base de 
coste. 

 
3. La Compañía ha firmado una alianza estratégica con el grupo japonés 

Hoya, según comunicado en el HR112236 de fecha 31 de julio, que 
incluye una venta de tecnología por importe de 15 millones de euros, y 
un contrato de suministros, que tiene como objetivo reducir coste, y 
variabilizar costes de producción. 

 
4. La Compañía ha refinanciado el 85% de su deuda (HR112240) y ha 

firmado un acuerdo de financiación con el ICF (HR112239), acuerdos 
ambos que viabilizan financieramente la ejecución del plan de negocio 
de la Compañía. 

 
5. Ante este escenario, deben interpretarse las afirmaciones del Sr. Juan 

Casaponsa, Presidente Ejecutivo del grupo Indo. Con las medidas 
ejecutadas a lo largo del ejercicio, se empieza a percibir un cambio de 
signo en los resultados operativos del grupo, generando EBITDA 
positivo en alguno de los últimos meses.  

 
6. La venta de tecnología mencionada en el párrafo 3 (HR112236) por 

importe de 15 millones de euros incidirá en la cuenta de resultados por 
lo que el EBITDA del grupo será positivo en 2009. 

 
7. El Sr. Juan Casaponsa mencionó que el resultado del ejercicio 2009 

del grupo sería negativo debido a los importantes costes de 
reestructuración y reorganización del negocio, algunos de los cuales 
ya han sido reportados en los estados financieros del mes de junio de 
2009 (HR113199 de 31.08.09). 

 
 
 
 
 
 
Sant Cugat del Vallès (Barcelona), a 13 de octubre de 2009. 
 


